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【57】申請專利範圍
1.　一種製造一半導體封裝之方法，該方法包括：  在一封裝基板上方配置一控制器；  在該
一封裝基板上方配置一第一半導體封裝，使得該控制器定位於該第一半導體封裝與該封

裝基板之間；  在該第一半導體封裝上方配置一第二半導體封裝；及  以一囊封劑囊封該
第一半導體封裝及該第二半導體封裝及該控制器。

2.　如請求項 1之方法，其進一步包括：  將該控制器線接合至該封裝基板；及  將該第一半
導體封裝及該第二半導體封裝線接合至該封裝基板。

3.　如請求項 1之方法，其進一步包括：使該囊封劑流動至該封裝基板與該第一半導體封裝
之間之一空腔中，使得該囊封劑至少部分囊封該控制器。

4.　如請求項 1之方法，其中在該封裝基板上方配置該第一半導體封裝包含：將該第一半導
體封裝附著至該封裝基板，使得該控制器之大部分直接定位於該第一半導體封裝與該封

裝基板之間。

5.　如請求項 1之方法，其中在該封裝基板上方配置該第一半導體封裝包含：將該第一半導
體封裝安裝至該封裝基板，使得耦合該控制器至該封裝基板之接線直接位於該第一半導

體封裝與該封裝基板之間。

圖式簡單說明

圖 1係根據本發明之一實施例而組態之一記憶體裝置之一橫截面圖。 圖 2係根據本發明
之一實施例而組態之一多晶粒記憶體封裝之一橫截面圖。 圖 3A至圖 3E係繪示根據本發明之
一實施例之各種製造階段中之一記憶體裝置的橫截面圖。 圖 4係根據本發明之另一實施例而
組態之一記憶體裝置之一橫截面圖。 圖 5係繪示根據本發明之一實施例之適合用於記憶體裝
置之一實施方案的一方塊電路圖。 圖 6係包含根據本發明之實施例而組態之一記憶體裝置的
一系統之一示意圖。
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